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Abstract of DEI 0144579 

To produce fine to micro structures and/or complex micro systems, a layered construction is formed in 
and of a photo-setting fluid between limit surfaces. The separate layers are formed by illuminating the 
fluid through a layer topography mask, and the gap between the limit surfaces is progressively 
increased by each layer thickness. The assembly has an illuminating roller (2), with an inner light 
source (5) e.g. an ultra violet lamp or laser, and a static illumination slit. A counter roller (3) forms a gap 
(4) between them for the mask layer material (9). A substrate carrier film (7) passes through the gap, 
where there is a photo-setting fluid (8) to be polymerized by the light and form the mask layer structure 
(9). 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fein- bis l\4ikrostrulcturen und/oder icomplexen IVIikrosystemen 

® Bei einem Verfahren und efner Vorrichtung zur Herstel- 
lung von Fein- bis Mikrostrukturen und/oder komplexen 
IWIkrosystemen durch schlchtweisen Aufbau in und aus 
einer photoaushartbaren Flusslgkelt zwischen zwei Be- 
grenzungsflachen, wobel die einzelnen Schicliten durch 
Belichtung der Fliissigkeit, durch eine der Schicht-Topo- 
graphie entsprechende Maske hindurch, gebildet warden 
und der Abstand zwischen den Begrenzungsflachen suk- 
zessive urn die jewellige Schichtdlcko vergroftert wird, Ist 
erfindungsgemaS vorgesehen, daS die einzelnen Schich- 
ten der aufzunehmenden Struktur zwischen jewells zwei 
sich gegenuberstehenden gegenlaufigen, die Begren- 
zungsflachen bildenden Walzen generiert werden und der 
Walzenabstand des jewelllgen Walzenpaares durch die 
DIcke der zu bildenden Schlcht und der DIcke der bereits 
> vorhandenen Schlchten gegeben 1st wobei die erste 
I Schicht auf einer zwischen den Walzen hlndurchfahren- 
den Substrattragerfolie auf gebracht wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Feinbis Mikrostrukturen und/oder komplexen Mi- 
krosystemen durch schichtweisen Aufbau in und aus einer s 
photoaushartbaren Rttssigkeit zwischen zwei Begrenzungs- 
flachen, wobei die einzelnen Schichten durch Belichtung 
der Fliissigkeit durch eine der Schicht-Topographie entspre- „ 
chende Maske hindurch gebildet werden und der Abstand 
zwischen den Begrenzungsflachen sukzessive una die jewei- lO 
lige Schichtdicke vergroBert wird, sowie eine \forrichtung 
zur Durchfuhrung des Verfahrens. 

[0002] Ein derartiges Verfahren bzw, eine derartige Vor- 
richtung ist aus der DE-PS 44 20 996 bekannt. Mit Hilfe der 
dort ofifenbarten Technik ist es moglich, die obengenannten 15 
Mikrostrukturen durch feinste Schichtbildung in ausge- 
zeichneter Aufldsung herzustellen. 
[0003] Mit Hilfe der vorbekannten Technik ist es jedoch 
nicht moglich, derartige Mikrostrukturen in groBerer Stuck- 
zahl herzustellen, da in jeder Vorrichtung jeweils nur eine 20 
Mikrostruktur generiert werden kann. 
[0004] Daher hat der Erfinder in DE-PS 195 39 039 eine 
Losung vorgeschlagen, wie eine Vielzahl von Strukturen 
gleichzeitig generiert werden kann. Ausgehend von einer 
Vorrichtung nach DE-PS 44 20 996 ist hier der Strahlungs- 25 
quelle eine Strahlteileinrichtung nachgeordnet, wodurch die 
Teilstrahlen nebeneinander auf eine der Platten gerichtet auf 
die mit dieser Platte parallele Flussigkeitsoberflache fokus- 
siert sind. 

[0005] Somit konnen parallel nebeneinander gleichartige 30 
Mikrostrukturen zeitgleich generiert werden, wobei jedoch 
die Anzahl der zu generierenden Strukturen immer noch be- 
grenzt ist. 

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu runde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit dem/der 35 
beliebig viele Mikrostrukturen in Serie heigestellt werden 
konnen. 

[0007] Die Erfindung lost diese Aufgabe gemaB dem 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 dadurch, daB 
die einzelnen Schichten der aufzubauenden Stniktur zwi- 40 
schen jeweils zwei sich gegenuberstehenden, die Begren- 
zungsflachen bildenden Walzen generiert werden und der 
Walzenabstand des jeweiligen Walzenpaares durch die 
Dicke der zu bildenden Schicht und der Dicke der bereits 
vorhandenen Schichten gegeben ist, wobei die erste Schicht 45 
auf einer zwischen den Walzen hindurchfahrenden Substrat- 
tragerfolie aufgebracht wird und die Belichtung der zu gene- 
rierenden Schicht durch eine der Walzen erfolgt. 
[0008] Im Extremfall sind daher genau so viele Walzen- 
paare in Reihe hintereinander angeordnet wie Schichten in 50 
der Stniktur generiert werden sollen, Altemativ kann aber 
auch ein Walzenpaar, bei dem bei jedem Durchlauf der Ab- 
stand um die Schichtdicke erfaoht wird, voigesehen sein. Der 
Aufbau der Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses ^ferfah- 
rens ahnelt dabei bekannten Vorrichtungen aus der Druck- 55 
technik. Genau wie auf dem Gebiet der Drucktechnik er- 
moghcht das erfindungsgemaBe Verfahren beliebig groBe 
"Auflagen". 

[0009] Die photoaushartbare Russigkeit kann sich dabei 
ahnlich wie im obengenannten Stand der Technik lediglich 60 
auf den Bereich zwischen den beiden Grenzflachen (im Wal- 
zcnspalt) beschranken. Das erfindungsgemaBe V^fabren ist 
jedoch auch in einem mit der photoaushartbaren Russigkeit 
gemilten Becken durchfiihrbar. 

[0010] Anders als beim Verfahren gemSB Stand der Tech- 65 
nik miissen die Strukturen auf Substrattragerfolie aufgebaut 
werden, die mit dem Bauteil eine groBere Haflung eingeht 
als mit der in der Regel antihaft beschichteten Walze, durch 
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die die Belichtung der Flussigkeitsoberflache erfolgt. Diese 
Walze wird im folgenden Belichtungswalze genannt. 
[0011] Die Belichtungswalze besteht aus einem fur elek- 
tiomagnetische Wellen (UV-Licht, Laser, etc.) durchlassi- 
gen Material wie z. B. Quarzglas. Die Generierung der je- 
weiligen Schicht in ihrer gewUnschten Ibpograpbie ge- 
schiehi dabei durch eine Maske, die das Negativ dieser To- 
pographic darstellt. Diese Maske kann entweder auf der Be- 
UchtungswaLze selbst aufgebracht, beispielsweise aufge- 
dampft sein. Hierzu bietet sich die aus der Mikroelektronik 
bekannte Chrom-Glas-Maske an, die auch in Graukeilform 
vorUegen kann, wodurch durch einen definierten Licht- 
durchlkssigkeitsgradienten beispielsweise auch optische 
Linsen generiert werden konnen. 

[0012] Eine Alternative hierzu ist durch den Anspruch 12 
gegeben. Hier wird vorgeschlagen, daB in der Belichtungs- 
walze zwischen Lichtquelle und Walzenoberflache ein sta- 
tionarer Belichtungsschlitz angeordnet ist und die Maske als 
unterhalb des Schlitzes an der Oberflache der Belichtungs- 
walze vorbeigefiihrtes Folienband ausgebildet ist. Diese Be- 
lichtungsfolie mit fiir elektromagnetische Wellen durchias- 
sigen und undurchlassigen Bereichen gemaB der zu generie- 
renden Schichttopographie wird synchron mit der Substrat- 
tragerfolie zwischen Belichtungswalze und Belichtungs- 
schlitz gefuhrt. 

[0013] Der Belichtungsschlitz hangt dabei in seuier Breite 
vom Walzendurchmesser, vom zu belichtenden Material 
und von der Umfangsgeschwindigkeit der Walze ab. 
[0014] Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens kon- 
nen durch den Einsatz verschiedener aushartbarer Fliissig- 
keiten zwischen den jeweiligen Walzenpaaren Strukturen 
erzeugt werden, die genau definierte physikalische, d. h. 
z. B, elektrische bzw. optische Eigenschaften aufweisen. 
[0015] Um bei der Erzeugung von Strukturen mit unter- 
schiedlichsten Eigenschaften noch freier zu sein, schlagt das 
erfindungsgemaBe Verfahren vor, dass zusatzliche Folien 
mit physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften, die 
von denen der ausgeharteten Schichten abweichen, parallel 
zwischen die Walzen zugefuhrt und mit der oberen Schicht 
und der folgenden Schicht verklebt werden; so konnen z. B. 
zwischen den Schichten auch elektrisch leitende Schichten 
aufgebaut werden. Die mit elektrisch leitenden Materialien 
strukturiert beschichteten Folien werden dabei ebenfalls 
mittels mit elektromagnetischen WeUen polymerisierbarem 
Kunststoff strukturiert veridebt. Dabei wird die Verklebung 
wieder durch eine auf der Belichtungswalze angebrachte 
Maske oder altemativ mit der oben beschriebenen Belich- 
tungsfolie realisiert. 

[0016] Die Verklebung mit der Suiiktur kann aber auch 
mit anderen Klebetechniken realisiert werden. Beispiels- 
weise durch eine Folie, die mit einem Kleber beschichtet ist, 
wobei dieser Kleber ebenfalls strukturiert aufgebracht wer- 
den kann, indem man die Beschichtungstechniken des Ofif- 
set-Drucks iibemimmt. 

[0017] Die auf- oder eingebrachten Folien k6nnen auch 
andere Funktionen realisieren. So ist es denkbar, die Elasti- 
zitat der ein- bzw. aufgebrachten Folie bezuglich ihrer Fe- 
derwirkung auszunutzen. Weiterhin ist es denkbar, Folien 
mit besonderen magnetischen oder chemischen Eigenschaf- 
ten (basisch, neutral, sauer, hydrophil oder hydrophob) ge- 
zielt einzusetzen. 

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsfoim 
der Erfindung ist gemaB Anspruch 3 vorgesehen, daB die 
zwischen einem Walzenpaar generierte Schicht in einem 
nachfolgenden Schritt zum Entfemen der nicht ausgeharte- 
ten Substanz gespUlt wird und in einem nachfolgenden Wal- 
zenpaar cine Aufifiillung der von der nicht ausgeharteten 
Substanz befreiten Bereiche durch Materialien oder fertige 
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Bauteile mil abweichenden physikalischen, chemischen 
und/oder biologischen Eigenschaften durchgefuhrt wird. 
[0019] Wcrden die von der nicht ausgehartcten Substanz 
befreiten Bereiche durch dne andere Substanz gefiillt, kann 
diese Substanz auch durch andeie Aushartungsmechanis- 
men ausgehartet werden, z. B. durch Sauerstoffentzug, Ver- 
dunstung von Losungsmittehi oder Warme. 
[0020] Hierbei ist es mitunter erforderlich, daB nach dcm 
Reinigungsvorgang (Spiilvorgang) ein Tlrocknungsvoigang 
. .angeschlossen wird. 
[0021] Werden Bauteile zugefiihrt, so kann dies dadurch 
geschehen, daB sie auf einer Folie haftend ahnlich wie be- 
reits oben beschrieben einem Waizenpaar zugefiihrt werden. 
Die Bauteile werden in die wie oben beschrieben erzeugte 
Kavitaien eingelegt, mittels strukturierter Verklebung befe- 
stigt und an einer sogenannten Schaiwalze durch Schalung 
von ihrem ursprunglichen Trager befreit. 
[0022] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen \fer- 
fahrens ist darin zu sehen, daB die in Massen produzierten 
Mikrostrukturen oder Systeme in einfacher Weise weiter- 
verarbeitet werden konnen, da die Strukturen auf der Sub- 
stratfolie in hoher Ordnung, Ausrichtung der Lage und Ab- 
stand der Bauteile vorliegen, wodurch diese Ordnung bei 
der Weiterverarbeitung z, B. durch Zufiihrung gegurteter 
Bauteile ausgenutzt werden kann. 

[0023] Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verf ahrens ist es 
jedoch nicht nur m6glich, auf der Subsuratfolie diskrete 
Strukturen bzw. Bauteile zu generieren, es k6nnen daruber 
hinaus auch mikrostrukturierte Foiien selbst erzeugt war- 
den, wobei entweder auf der Folie eine strukturierte Oberfla- 
che erzeugt werden kann (Lotosblumeneffekt, Haifischhaut, 
Oder Foiien fiir Flachbildschirme) oder aber in sich mikro- 
strukturierte Foiien, wobei nach dem Auftrag dieser Mikro- 
struktur auf der TYagerfolie anschlieBend diese Tragerfolie 
wieder entfemt wird, 

[0024] Im letzten Waizenpaar konnen beispielsweise die 
Strukturen mit einer adhasiven Folie uberzogen werden, die 
beim Transport und vor der Weiterverarbeitung als Verpak- 
kung zum Schutz gegen SuBeie Einfltisse ausgelegt sein soil. 
[0025] Die Erfindung wild im folgenden anhand von 
Zeichnungen dargestelit und naher erlautert. 
[0026] Es zeigen: 

[0027] Fig. 1 Waizenpaar bei der Erzeugung einer ersten 
Substratschicht, 

[0028] Fig, 2 Waizenpaar gemaB Fig. 1 mit Maskenfolie, 
[0029] Fig. 3 Waizenpaar bei der Erzeugung der zweiten 

Schicht, 

[0030] Fig, 4 Waizenpaar und Zufiihrvorrichtung von ein- 

zulegenden Bauteilen, 

[0031] Fig. 5 Waizenpaar mit Zufiihrung einer Folic. 
[0032] In den Fig. 1 bis 5 ist jeweils ein Waizenpaar dar- 
gestelit und allgemein mit dem Bezugszeichen 1 versehen. 
Fiir die erfindungsgemSBe Vorrichtung muB man sich n die- 
ser Walzenpaare in Reihe zueinander geschaltet vorstellen, 
wobei n abhangig ist von der Strukturhohe bzw. von den Ei- 
genschaften, die eine derartige Struktur haben soil. Altema- 
tiv kann aber auch ein Waizenpaar vorgesehen sein, bei dem 
bei jedem Durchlauf der Abstand der Walzen um die 
Schichtdicke erhoht wird. 

[0033] In der Fig, 1 ist das erste Waizenpaar 1 innerhalb 
der Vorrichtung daigestellt. Es besieht (wie im Prinzip die 
anderen Walzenpaare auch) aus einer aus fiir elektromagne- 
tische Wellen durchlassigem Material bestehenden Belich- 
tungswalze 2 und einer Gegenwalze 3, die zwischen sich ei- 
nen Walzenspalt 4 lassen. In der Belichtungswalze 2 ist eine 
elektromagnetische Wellen aussendende Quelle 5 (UV- 
Quelle, Laser etc.) angeordnet. Zwischen Lichtquelle 5 und 
dem Walzenspalt 4 befindet sich in der Walze 2 ein stationa- 
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rer Belichtungsschiitz 6. Durch den Walzenspalt hindurch- 
gefiihrt wird eine Substrattragerfolie 7, zwischen welcher 
und der Belichtungswalze 2 eine durch Adhasionskrafte ge- 
haltene photoaushartbare Fliissigkeit 8 vorgesehen ist. Auf 
5 der Oberflache der Belichtungswalze 2 ist eine Maske (bei- 
spielsweise Chrom-Glas-Maske) aufgetragen, die ein Nega- 
tiv zur Schicht-Topographie der zu erzeugenden ersten 
Schichl darstellt. 

[0034] Die Riissigkeit 8 wird mit Hilfe der Lichtquelle 5 

10 durch den Belichtungsschiitz 6 belichtet. Dort wo das Licht 
in die Fliissigkeit eindringen kaim (d, h, von der Maske 
nicht ausgeblendet wird), polymerisiert die Fliissigkeit und 
wird fest. Hierdurch entsteht die erste Schicht9 der zu gene- 
rierenden Struktur. 

15 [0035] In der Fig. 2 ist eine an sich gleiche Vorrichtung 
dargestelit. Hia: ist die Maske aber nicht auf 6in Oberflache 
der Belichtungswalze 2 aufgetragen, sondem wird in Form 
einer Belichtungsfolie 10 zwischen Belichtungsschiitz und 
Riissigkeitsoberfiache hindurchgefiihrt. 

20 [0036] In der Fig. 3 ist ein dem in den Fig. I und 2 darge- 
stellten Waizenpaar 1 nachgeordnetes Waizenpaar 1' darge- 
stelit, durch welches die zweite Schicht 9' auf der ersten 
Schicht 9 in gleicher Weise generiert wird wie diesbezuglich 
in Fig. 1 und 2 beschrieben. Die Substanz zur Erzeugung der 

25 zweiten Schicht 9' kann dabei gleich sein wie die Substanz 
der ersten Schicht 9, kann aber auch aus anderem Material 
mit abweichenden Eigenschaften bestehen. 
[0037] In der Fig, 4 ist wiederum ein Waizenpaar 1" dar- 
gestelit, an dem bereits mit dna: Mulde versehene zuvor ge- 

30 nerierte Strukturen U ankonmien und dort mit von einer 
Spule 12 zugefiihrten (beispielsweise) Bauteilen 13bestUckt 
werden. Die Bauteile 13 haften auf einer Folie 14. Nach dem 
Einlegen der Bauteile 13 in die Mulden der SUiaktur 11 wer- 
den diese mittels eines Schalmesser 16 von der Folie 14 ab- 

35 geschalt. Zum Befestigen der Teile 13 in den Mulden kon- 
nen Klebetechniken angewandt werden, bei denen ebenfalls 
mit photoaushartbaren Substanzen gearbeitet wird, und 
zwar in der Art und Weise wie oben beschrieben. 
[0038] SchlieBlich ist in Fig. 5 ein abschlieBendes Wal- 

40 zenpaar 1"' dargestelit, in dem die fertigen Strukturen 11 
zum Schutz und zum Transport mit einer Deckfolie 15 abge- 
deckt werden. Auch hieihei kann mittels des obengenannten 
Verfahrens eine Verklebung der Folie mit den Strukturen 11 
erfolgen. 

45 [0039] Abhangig von chemikalischen, physikalischen und 
biologischen Eigenschaften konnen ahnlich wie in Fig. 5 
dargestelit auch bei der Produktion, d. h. bei der Generie- 
rung der Strukturen 11 Foiien zugefiihrt werden, die dann 
einzehie Schichten der Struktur bilden. 

50 [0040] Die Erfindung ist jedoch auf die in den Fig. 1 bis 5 
dargestellten Ausfiihrungsformen nicht beschrankt. 

Patentanspniche 

55 1. Verfahren zur Herstellung von Fein- bis Mikro- 
strukturen und/oder komplexen Mikrosystemen durch 
schichtweisen Aufbau in und aus einer photoaushartba- 
ren Riissigkeit zwischen zwei Begrenzungsflachen, 
wobei die einzelnen Schichten durch Belichtung der 

60 Russigkeit durch eine der Schicht-Topographie ent- 
sprechende Maske hindurch gebildet werden und der 
Abstand zwischen den Begrenzungsflachen sukzessive 
um die jeweilige Schichtdicke vergroBert wird, da- 
duicfa gekennzeiclmet, da6 die einzehien Schichten 

65 (9, 9') der aufzubauenden Suruktur (11) zwischen je- 
weils zwei sich gegeniiberstehenden gegenlaufigen, die 
Begrenzungsflachen bildenden Walzen (2, 3) generiert 
werden und der Walzenabstand (4) des jeweiligen Wal- 
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zenpaares (1, 1', 1", 1'") durch die Dicke der zu bilden- 
den Schicht (9, 9*) und der Dicke der bereits vorhande- 
nen Schichten gegeben ist, wobei die erste Schicht (9) 
auf einer zwischen den Walzen (2, 3) hindurchfahren- 
den Substrattragerfolie (7) aufgebracht wird. 5 

2. VerfahrennachAnspnichlcxier2,dadurchgekenn- 
zeichnet, daB zusatzliche Folien (15) mit physikali- • 
schen und/oder chemischen Eigenschaften, die yon de- 
nen der ausgeharteten Schichten (9, 9') abweichen, par- 
allel zwischen die Walzen (2, 3) gefuhrt und mit der 10 
oberen Schicht und der folgenden Schicht verklebt 
werden. 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die zwischen einem Wal- 
zenpaar (1, 1', 1") generierte Schicht (9, 90 in einem is 
nachfolgenden Schritt zum Entfemen der nicht ausge- 
harteten Substanz gespult wird und in einem nachfol- 
genden Walzenpaar eine AufiFiillung der von der nicht 
ausgeharteten Substanz befreiten Bereiche durch Mate- 
rialien oderBauteile (13) mit abweichenden physikali- 20 
schen, chemischen und/oder biologischen Eigenschaf- 
ten durchgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bauteile (13) auf einer Folic (14) haftend 
zugefuhrt werden und nach ihrer Positionierung mittels 25 
Abschalung von der Folie (14) befreit werden. 

5. V^ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dar 
durch gekennzeichnet, da6 auf der Suhstratfolie (7) 
diskrete Strukturen bzw. Komplex-Systeme in groBer 
Stuckzahl erzeugt werden. 30 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dar 
durch gekennzeichnet, daB mikrostrukturierte Endlos- 
Folien erzeugt werden, wobei Folien mit einer mikro- 
strukturierten Oberflache und/oder Folien gebildet 
werden, die selbst aus Mikrostrukturen bestehen. 35 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die der Schicht- Topogra- 
phic entspiechende Maske auf der Belichtungswalze 
(2) aufgetragen ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 40 
durch gekennzeichnet, daB die der Schicht-lbpogra- 
phie entspiechende Maske auf einer synchron mit der 
Subsnratfolie (7) vor der Belichtungswalze (2) vorbei- 
gefuhrten Folie (10) mit fiir eleku-omagnetische Wellen 
durchlassigen und undurchlassigen Bereichen voigese- 45 
hen ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Flussigkeit (8) auf den 
Spalt (4) zwischen den Walzen (2, 3) begrenzt ist und 
durch ihre Oboiiachenspannung gehalten wird, 50 

10. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 9, gekennzeichnet 
durch mmdestens ein Walzenpaar (1, 1', 1", !"')» wobei 
jeweils eine Walze (2) des Walzenpaares (1, 1', 1", 1'") 
(Belichtungswalze) aus einem fiir elektromagnetische 55 
Wellen durchlassigen Material besteht, wobei in dieser 
Walze (2) eine elektromagnetische Wellen aussen- 
dende Quelle (5) (Lichtquelle) angeordnet ist, einer je- 
der Belichtungswalze (2) zugeordneten Maske (10) mit 
fiir elektromagnetische Wellen durchlassigen und un- 60 
durchlassigen Bereichen, sowie durch eine durch das 
mindestens eine Walzenpaar (1, 1', 1", 1"') hindurchge- 
fiihrte Substrat-Tragerfolie (7) als Basis fiir die gene- 
ri^n Strukturen (U). 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Maske auf die Oberflache der Belich- 
tungswalze (2) aufgebracht ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 



zeichnet, daB in der Belichtungswalze (2) zwischen 
Lichtquelle (5) und Walzenoberflache ein stationarer 
Belichtungsschlitz (6) angeordnet ist und die Maske als 
unterhalb des Schlitzes (6) an da: Oberflache der Be- 
lichtungswalze (2) vorbeigefiihrtes Folienband (10) 
ausgebiidet ist 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB mehrere Walzenpaare in 
Reihe hintereinander angeordnet sind. 

14. Vorrichtung nach einem der /^spriache 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen einzelnen Wal- 
zenpaaren (1, 1', 1'") Spulvorrichtungen angeordnet 
sind. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Walzen- 
paaren (1, 1\ 1\ V") Folienwickel (12, 15) angeordnet 
sind, deren Folien als Trager fiir eine Klebstoffschicht 
und/oder elektronische und/oder mechanische und/ 
oder optische und/oder biologische Bauteile (13) aus- 
gebiidet sind. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Walzen- 
paaren (1, 1', 1", 1'") Folienwickel angeordnet sind, 
wobei die Folien definierte physikalische bzw. chemi- 
sche Eigenschaften aufweisen. 

17. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB zumindest die Belich- 
tungswalze (2) mit einer Antihaftbeschichtung verse- 
hen ist 
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